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1 印制电路板 

出于技术的考虑，最好使用有专门独立的接地层(VSS )和专门独立的供电层(VDD )的多层印制电路

板，这样能提供好的耦合性能和屏蔽效果。很多应用中，受经济条件限制不能使用这样的印制电路

板，那么就需要保证一个好的接地和供电的结构。 

 

2 器件位置 

为了减少 PCB上的交叉耦合，设计版图时就需要根据各自对 EMI影响的不同，而把不同的电路分

开。比如，大电流电路、低电压电路以及数字器件等。 

 

3 接地和供电（ VSS/ / VDD） 

每个模块(噪声电路、敏感度低的电路、数字电路)都应该单独接地，所有的地最终都应在一个点上

连到一起。尽量避免或者减小回路的区域。为了减少供电回路的区域，电源应该尽量靠近地线，这

是因为，供电回路就像个天线，成为 EMI的发射器和接收器。PCB上没有器件的区域，需要填充

为地，以提供好的屏蔽效果(特别是对单层 PCB)。 

 

4 去耦合 

所有的引脚都需要适当地连接到电源。这些连接，包括焊盘、连线和过孔应该具备尽量小的阻抗。

通常采用增加连线宽度的办法，包括在多层 PCB中使用单独的供电层。同时，WB32F10x上每个

电源引脚应该并联去耦合的滤波陶瓷电容 C(100nF)和化学电容 C(10μF)。这些电容应该尽可能的

靠近电源/地引脚；或者在 PCB另一层，处于电源/地引脚之下。典型值一般从 10nF到 100nF，具

体的容值取决于实际应用的需要。图 1显示了这样的电源/地引脚的典型布局。 

 

图 1 VDD /VSS 引脚的典型布局 
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 5 供电方案 

电路由稳定的电源 VDD供电。 

VDD = 2.0V ~ 3.6V：VDD 引脚为 I/O 引脚和内部调压器 (LDO) 供电。但如果使用了 ADC，VDD

供电必须在 2.4V ~ 3.6V之间。 

VBTA = 1.8V ~ 3.6V：当关闭 VDD 时，内部电源切换电路将通过 VBAT 为 RTC、外部 32kHz 振

荡器和后备寄存器供电。 

 

注意： 

⚫ VDD 引脚必须连接到带外部稳定电容(11 个 100nF 的陶瓷电容和一个钽电容(最小值 4.7μF，典

型值 10μF))的 VDD 电源。 

⚫ VBAT 引脚必须被连接到外部电池(1.8V < V BAT < 3.6V)。如果没有外部电池，这个引脚必须和

100nF 的陶瓷电容一起连接到 VDD 电源上。 

⚫ VDDA 引脚必须连接到两个外部稳定电容(10nF 陶瓷电容+1μF 钽电容)。 

⚫ VREF+ 引脚在内部连接到了 VDDA，VREF-引脚在内部连接到了 VSSA。 

 

 

图 2 供电方案 
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 6 其它信号 

实际应用中，关注以下几点可以提高 EMC性能： 

1) 那些受暂时的干扰会影响运行结果的信号(比如中断或者握手抖动信号，而不是 LED 命令之类

的信号)。对于这些信号，信号线周围铺地，缩短走线距离，消除邻近的噪声和敏感的连线都

可以提高 EMC 性能。 

2) 对于数字信号，为有效地区别 2 种逻辑状态（尽可能抬高逻辑’1’的高电平，拉低逻辑’0’

的低电平），必须能够达到最佳可能的信号特性余量。推荐使用慢速施密特触发器来消除寄生

状态。 

3) 布线时尽可能满足 3W 原则，尽可能远离相邻走线减小耦合减少干扰。如果 ADC，CMP 对精度

要求高，一定要做包地处理。 

4) 噪声信号(时钟等)。 

5) 敏感信号(高阻等)。 

 

7 未用到的 IO 及其性 

所有微控制器都为各种应用而设计，而通常的应用都不会用到所有的微控制器资源。 

为了提高 EMC性能，不用的时钟、计数器或者 I/O管脚，需要做相应处理，比如，I/O端口应该

被设置为’0’或 ’1’(对没有用到的 I/O引脚上拉或者下拉)；没有用到的模块应该禁止或者“冻

结”。 

 

8 时钟 

尽可能减少 LSE和 HSE之间的平行走线。下图 3中 LSE和 HSE从焊盘引出时，走线直接分开。 

 

图 3 LSE和 HSE布线 



     

DocID 4003   6 / 8 V1.4 

WB32F1xx 

PCB 布线建议 

 9 模拟信号 

模拟信号跟数字信号走线分开，并且模拟信号需要用地线屏蔽，这样可以尽可能保证采样的精度。 

 

10 EMI 

01. 确保电源额定值适用于应用，并使用去耦电容器进行优化。 

02. 在电源上提供足够的滤波电容器。大容量/旁路和去耦电容器应具有低等效串联电感（ESL）。 

03. 如果布线层上有可用空间，则创建地平面。将这些接地区域利用过孔连接到地平面。 

04. 电流回路尽可能小。添加尽可能多的去耦电容器。 

05. 差分线对要保持线长匹配，否则会导致时序偏移、降低信号质量以及增加 EMI。 

06. 差分走线要求在同一板层上，因为不同层之间的阻抗、过孔等差别会降低差模传输的效果而引

入共模噪声。 

07. 高速信号线不要有过孔，确保背面地平面完整，同时缩短走线距离，远离相邻走线。如果 usb

接口芯片需串联端电阻或者 D 线接上拉电阻时．务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。 

08. 8MCU 每一个 VDD 的电源引脚尽可能留 2 个电容的位置 1uF 0.1uF 

09. SPI 或 IIC 等通讯线上，每个信号线上串一颗 10R 左右的电阻，预留一个 120pf 的电容。信号线

尽量够短。 

10. 晶振走线要足够短，晶振背面不要走信号线，确保晶振地平面完整。布局允许的情况下，再晶

振周围多打地过孔。 

 

11 USB 原理图设计参考 
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 免责声明 

本文档中的信息仅针对 WB 产品提供。本文档，包括本文档中描述的任何 WB 产品（“产

品”），根据中华人民共和国和全球其他司法管辖区的知识产权法律和条约，归属 WB 所有。常州韦

斯佰瑞电子科技有限公司及其子公司 (“WB”) 保留随时对本文档以及文档中所描述的产品与服务

进行更改、更正、修改或改进的权利，恕不另行通知。WB 不承担任何因应用程序或使用本文档中

描述的任何产品引起的任何责任。 

购买者应对 WB 产品与服务的选择、选型和使用承担全部责任，并且 WB 不承担对 WB 产品

与服务的选择、选型和使用的任何责任。 

本文档未通过禁反言或其他方式对任何知识产权授予任何明示或暗示的许可。如果本文档的任

何部分提及任何第三方产品或服务，则不应视为 WB 授予使用此类第三方产品或服务或其中包含

的任何知识产权的许可，或视为涵盖在此类第三方产品或服务或其中包含的任何知识产权的任何方

式。 

除适用协议中明确规定的定制产品外，产品仅为普通商业、工业、个人或家庭应用而设计、开

发或制造。产品并非设计、意图或授权用作设计或用于操作武器、武器系统、核装置、原子能控制

仪器、燃烧控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、运输仪器、交通信号系统中仪器、生命支持设备或系

统、其他医疗设备或系统（包括复苏设备和外科植入物）、污染控制或有害物管理、由于设备或仪

器的故障可能导致人身伤害、死亡、财产损失或环境破坏的其他用途。 

转授 WB 产品的条款与本文档中规定的声明和/或技术特征不同的，将立即使 WB 对此处描述

的 WB 产品或服务的任何保证失效，并且不得以任何方式产生或扩展 WB 的任何责任。 

©2022 常州韦斯佰瑞电子科技有限公司保留所有权利 

 


